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Status of the work

The evaluation board has been fully designed; it 
represents a subset of the final board
The production of 5 boards is ongoing 
The board testing will begin during next weeks
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Final Board Evaluation Board



15th September 2014 3

Global overview of the test system

How the evaluation board will be used
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Global overview of the test system

How the evaluation board will be used

CAEN v1495 controls
the Digital I/O of 

the evaluation board

The v1495 can be programmed 
through the USB bridge v1718
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Final design of the PCB

Main features of the board
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Final design of the PCB

Main features of the board

I/O interface
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Final design of the PCB

Details of the I/O interface
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Final design of the PCB

Details of the I/O interface
Charge injection
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Final design of the PCB
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Selectable input from 
external pulser or v1495  
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Final design of the PCB
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Final design of the PCB

Charge injection

Details of the I/O interface

SiPM input

Selectable input from 
external pulser or v1495  

ADC for offset 
measurement
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Final design of the PCB

Main features of the layout

10 layers with separated
Analog and Digital GND
The SiPMs are mounted 
on TOP layer and the 
other components on 
BOTTOM layer



15th September 2014 14

Final design of the PCB

Main features of the layout

10 layers with separated
Analog and Digital GND
The SiPMs are mounted 
on TOP layer and the 
other components on 
BOTTOM layer

SiPMs



15th September 2014 15

Final design of the PCB

Main features of the layout

10 layers with separated
Analog and Digital GND
The SiPMs are mounted 
on TOP layer and the 
other components on 
BOTTOM layer

SiPMs



15th September 2014 16

Future work

Next steps

I/O board test using the 
CAEN board (v1495)
SiPM input test within 
the Light Tight Enclosure 
(Newport LTE12)
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Thanks for your attention!
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